关于开展“CSIP-AMD集成电路
设计系列培训”的通知
各有关单位：
中国集成电路产业正处于高速发展时期，产业规模不断扩大，在世界集成电路市场中所占份额不断提高。然而高速发展中的中国集成电路产业也面临着诸多问题，缺乏核心设计能力是制约集成电路产业发展的瓶颈之一。
为增强国内集成电路企业设计能力，推广先进的集成电路设计技术，在工业和信息化部电子信息司（原信息产业部电子信息产品管理司的）指导下，（CSIP）联合超威半导体（中国）有限公司（AMD）共同开展“CSIP-AMD集成电路设计系列培训”。 
一、培训时间及地点
2009年3月25日—2009年3月27日    
成都高新区天府软件园A3栋2楼公共教室2
二、培训师资
侯劲松，清华大学计算机系博士，1999年加入中国华大，从事EDA软件研发工作。1993年到1999年，他在清华大学的期间进行了6年多的EDA软件研发工作，主要研究方向是寄生参数提取工具的研发，采用全三维的Boundary Element Method进行电容提取，并提出自适应算法进行网格自动加密提高计算精度的策略，他所在研究小组开发的工具B3D成功地嵌入到国际主流EDA 公司的寄生参数提取工具中，为主流EDA公司提供了核心算法。从1999年开始，他在中国华大从事实用化的EDA工具开发，先后开发了准三维的寄生参数提取工具、 RC网络约简工具和层次化的版图设计规则检查工具。在准三维的寄生参数提取工具中，他提出了3 x 2D的思路，达到了计算精度和计算速度的折衷；在RC约简工具中，他利用PACT的算法，克服了lanczos算法中断的难题，有效地解决了算法稳定性问题。在层次化的版图设计规则检查工具中，他提出了inverse layout tree的数据结构与基于边的扫描线算法相结合的算法，最大程度地利用了版图层次的特点，提高版图验证效率。侯劲松目前担任华大电子EDA事业部的经理，负责研发和市场方向的策略及技术难点的解决。
马磊，2001年毕业于吉林大学电子工程系微电子专业。2001年8月加入航天九院771研究所，主要从事模拟IC设计工作。在771期间，曾完成多个项目的研制并成功流片；对于双极，CMOS工艺及流程具有深刻的认识。2003年10月加入奥肯思（北京）科技有限公司，主要从事Mentor EDA工具的技术支持，支持的工具包括Mentor的定制IC设计工具ICFLOW，标准SPICE仿真工具eldo，快速SPICE仿真工具ADiT，数模混合电路仿真工具ADMS及物理验证工具Calibre等。在奥肯思期间，支持数十家用户，并协同客户完成多款上千万门级的复杂SOC，及时解决客户的疑难问题，确保成功流片。2008年9月加入华大电子，担任华大EDA工具技术支持经理。
三、课程目标
通过对模拟集成电路设计流程的介绍，使学员掌握模拟电路设计及验证方法，从而提高学员模拟电路的设计效率，帮助学员提高自身的设计水平。
四、培训对象
集成电路企业的设计工程师、项目经理等，有一定的设计基础。
五、学员证书
修完全部课程并通过考核者，由我中心颁发培训证书。
六、培训费用
培训免费。食宿费用自理。(请学员带两寸蓝底彩照2张—背面注明姓名，身份证和学历证明复印件各2张)
联系人：蒋军     电话:028-85335269-8024
电子邮箱：jiangjun@westsec.com.cn
传真：028—85335269-8200      
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附件一：课程安排
	模拟电路设计

	时间
	课程提纲

	3月25日  9:00-17:00
	Zeni工具基本介绍及提高模拟电路版图设计效率

	3月26日  9:00-12:00
	纳米工艺条件下版图验证新的发展趋势及应用

	3月26日  14:00-17:00
	深亚微米及纳米工艺下寄生参数提取原理及应用

	3月27日  9:00-17:00
	Zeni工具在模拟集成电路设计中的应用
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	请在3月20日前通过传真或邮件方式报名：传真028—85335369-8200  
mail: jiangjun@westsec.com.cn  （联系人：蒋军）


